
S&A 5600 容量結合プラズマオプション

特徴

• ブランクの表面処理が改良されました。

• 直接シルバーを蒸着させます。
フラッシュは必要ありません。

• ガスを必要とする特別な処理はありません。

オプションパッケージ

• SS アンテナと 分配シールド

• 電気抵抗整合ボックス

• ゲートバルブ絞りキット

• アップグレードされたPCB制御ボックス

• 抽気絞り弁

• ソフトウェア

RFX-600供給電源が必要です。



直接シルバーを蒸着した結果:
SEM 解析

• 付着性が増しました。

• 粒状組織が改善されました。
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